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Bauteil fOr eine Leiterplatte und 
Verfahren zum BestOcken einer Leiterplatte mit diesem Bauteil 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Bauteil fOr eine Leiterplatte mit einem Ge- 
h§use. an dem wenigstens ein Zapfen zum EIngriff In ein Locli der Leiterplatte 
ausgebildet ist, wobel der Zapfen wenigstens eine Rastnase aufwelst, welche In 
radlaler Riclitung bzgl. des Zapfens Qber dessen AuHenumfang liinausragt, ge- 
rnan dem Oberbegriff des Anspruciis 1. Die Erfindung betrifft femer eIn Veriahren 
zum BestOcken einer Leiterplatte mit einem derartigen Bauteil gemSIl dem Ober- 
begriff des Anspruclis 6. 

Belm BestOcken eine Leiterplatte mit Bautellen ist es fOr manclie Bautelle notwen- 
dlg, diese zusStzlich durcii einen Zapfen mit Verrastung meciianisoli an der Lei- 
terplatte zu befestlgen. Hierbei greift der Zapfen durcli ein Loch der Leiterplatte, 
wobei eine Rastnase an dem durcligreifenden Ende des Zapfens mit der dem 
Bauteil gegenOberliegenden Seite der Leiterplatte verrastet und dadurch das ein- 
mal eingesteckte Bauteil meclianiscli fixiert. Hierbei ist es jedoch von Nachteil, 
da& bereits die Setzkraft ION betragt, die von herkSmmlichen BestOckungsauto- 
maten nicht aufgebracht warden kann. Dies gilt dann urn so meiir fOr die Kraft zum 
Einrasten, die Oblicherweise 60N bis 11 ON betrSgt. Daiier mOssen bisher solclie 
Bauteile manuell eingesetzt und venastet werden. Dies erfordert jedoch eInen ho- 
hen Aufwand. 



Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Bauteii und eln Verfahren der o.g. 
Art dahingehend zu verbessem, dall ein BestQcken und Venrasten dieses Bautells 
auf einer Leiterplatte maschinell prozeHslcher und mit wenig AulWand ausgefOhrt 
werden Icann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgema(i durch ein Bauteii der o.g. Art mit den In An- 
sprucli 1 gel<ennzeichneten IVlerkmalen und durcli ein Verfahren mit den in An- 
sprucli 6 angegebenen Verfahrensscliritten gelost. Vorteiiliafte Ausgestaltungen 
der Erfindung sind In den weiteren AnsprQchen beschrieben. 

Bel einem Bauteii der o.g. Art ist es erfindungsgemafl vorgesehen, dad die 
Rastnase am Zapfen derart angeordnet und ausgebildet ist, dad ein Auilenumfang 
des Zapfens im Bereicli der Rastnase kleiner Ist als ein Durclimesser des Loches 
in der Leiterplatte, wobei eln AuHenumfang des in das Loch in der Leiterplatte hin- 
ein ragender Abschnitt des Zapfens derart ausgebildet Ist, dad sich zwischen ei- 
nem Audenumfang dieses Abschnittes und einer Innenwandung des Loches In der 
Leiterplatte Qber wenigstens einen Tell des Audenumfangs ein derartiger Zwi- 
schenraum mit Kapillaritdt fOr Lot ergibt, dad wdhrend eines Ldtvorgangs auf einer 
Oberflache der Leiterplatte befindliches Lot durch Kapilianwirkung in den Zwi- 
schenraum hinein und diesen ausfQIIend eindrlngt. 

Bei einem Verfahren der o.g. Art sind erfindungsgemad folgende Schritte vorge- 
sehen: Auftragen von Lotpaste um wenigstens einen Tell des Umfanges des Lo- 
ches auf die Leiterplatte herum, Aufsetzen des Bautells mit dem Zapfen Im Loch 
der Leiterplatte auf diese, Erhitzen des um das Loch herum angeordneten Lotes, 
so dad das Lot unter Kapillarwirkung in den Zwischenraum mit Kapillaritat ein- 
drlngt, und AbkQhIen des in das Loch eingedrungenen Lotes, so dad dieses aus- 
hartet. 

Dies hat den Vortell, dad zum BestQcken und Verrasten des Bautells auf der Lei- 
terplatte kelne besonders hohe Kraft notwendig ist, so dad diese Arbeit automati- 
siert maschinell auf einer Fertigungsstrade fUr Leiterplatten mit BestQckungsauto- 
mat und Heidluftofen durchgefQhrt werden kann, wobei nach dem Lotvorgang im 



Heiaiuftofen automatisch eine Verrastung des Bauteils mit dem in das Loch in der 
Leiterpiatte eingedmngene Lot iiergestelit ist. Glelclizeitig ergibt sicli ein toleranz- 
freier Fomnsclilufi zwischen Zapfen und Innenumfang des Lociies in der Leiter- 
piatte in einer Ebene der Leiterpiatte. Die BestQcl^ung von Bauteilen mit Verra- 
stung kann dadurcii selir kostengOnstig bei gleichzeitig hohen IHaltekraften und 
wenig Toleranz erfoigen. 

Eine fomisclilQssige Verbindung ohne Toleranzen in Riclitung entlang einer 
LSngsaciise des Lociies in der Leiterpiatte erzleit man dadurcii, dad die Rastnase 
am Zapfen derart angeordnet und ausgeblldet ist, dalS be! vollstandig auf die Lei- 
terpiatte aufgesetztem Bauteil die Rastnase innerhalb des Lociies in der Leiter- 
I platte angeordnet ist 

Zum weiteren UnterstQtzen der Kapillanvirkung ist der Umfang des Zapfens in 
Langsrichtung Qber den gesamten Im Loch der Leiterpiatte befindlichen Abschnitt 
mit wenigstens einer Ausnehmung ausgeblldet. 

Einen besonders guten FomfischluK zwischen dem in das Loch in der Leiterpiatte 
eindringenden Lot und der Leiterpiatte erzielt man dadurdi, dad das Loch in der 
Leiterpiatte metailisiert ist. 

Der Zapfen ist beispieisweise aus Kunststoff hergestellt, so dad an diesem kelne 
^ mechanisch feste Verbindung mit dem Lot entsteht. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnung nSher eriautert. Diese 
zelgt in: 

Rg. 1 eine bevorzugte AusfQhrungsform eines Bauteils aufgesetzt auf eine 
Leiterpiatte in Aufsicht. 

Fig. 2 eine Ansicht von Detail X von Fig. 1 vor einem Ldtvorgang, 



Fig. 3 eine Schnittansicht entlang Linie A-A von Fig. 2, 
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Fig. 4 eine Ansicht von Detail X von Fig. 1 nach einem Latvorgang und 
Fig. 5 eine Schnittansicht entlang Linie B-B von Fig. 4. 

Fig. 1 zeigt eine bevorzugte AusfUhrungsform eines Bauteils fOr eine Leiterpiatte 
32. Das Bauteil umfa&t ein GehSuse 10, dem zwei Zapfen 28 angeformt sind. In 
Fig. 1 ist das Bauteil auf die Leiterpiatte 32 aufgesetzt, wobei Jeder Zapfen 28 in 
ein metalllsiertes Loch 30 In der Leiterpiatte 32 greift. 

Rg. 2 und 3 veranscliaulichen zusatzlicli den Zustand des aufgesetzten Bauteils 
vor einem Lotvorgang, wobel eine l\/letallisierung 56 des Loclies 30 ersichtiich Ist. 
Urn elnen Tel! des Umfanges des Loclies 30 ist Lotpaste 50 aufgetragen und der 
Zapfen 28 ragt in das Locli 30 iilnein. Der Zapfen 28 Ist an seinem freien Ende mit 
einer Rastnase 52 ausgebildet, wobei der Durchmesser des Zapfens 28 im Be- 
reicii der Rastnase 52 Ideiner ist als ein Innendurchmesser des Lociies 30. Auch 
Im restiiclien Abschnitt des Zapfens 28, der in das Locli 30 eingreift, ist der 
Durchmesser des Zapfens 28 Kleiner ausgebildet als der Innendurchmesser des 
Loches 30. ZusStziich ist die LSnge des Zapfens 28 derart gewShlt, daft sich bei 
vollstandig auf die Leiterpiatte 32 aufgesetzlem Bauteil die Rastnase 52 noch In- 
nerhaib des Loches 30 befindet, wie Insbesondere aus Fig. 3 erelchtlich. ZusStz- 
llch ist der Zapfen 28 In LSngsrlchtung mit Ausnehmungen 53 versehen, wie ins- 
besondere aus Fig. 2 ersichtiich. Der geringere Durchmesser des Zapfens 28 im 
Vergieich zum Loch 30 und die Ausnehmungen 54 sind derart gewShit, daB zwi- 
schen einem Auftenumfang des Zapfens 28 und einem Innenumfang des Loches 
30 ein Zwischenraum mit Icapiilaren Eigenschaften ausgebildet ist. 

in einem Herstellungsverfahren, bei dem zunSchst aile Bauteile von einem Be- 
stacl<ungsautomaten auf die Leiterpiatte 32 aufgesetzt werden und anschlie&end 
ein LQtvorgang in einem HeiHluftofen erfoigt, wird das Lot 50 enwarmt und geht in 
eine flQsslge Phase Qber. Das fiOssige Lot 50 dringt dann durch die Kapiiianwir- 
kung sowie zusStzlich unterstQtzt von einer AdhSslonsioBft In den Zwischenraum 
zwischen dem Aulienumfang des Zapfens 28 und dem Innenumfang des Loches 
30 ein und fQlit diesen Im wesentilchen vollstandig aus. Das Lot 50 Ist dabel vor 
dem LStvorgang auch auf nicht metallisierten Bereichen urn das Loch 30 herum 



angeordnet, wodurch sich entsprechende AdhasionskrSfte in Richtung Loch 30 
ergeben. 

Fig. 4 und 5 zeigen den Zustand nacli dem AblcQiiien und Auslidrten des Lotes 50. 

5 Der Zwisclienraum ist vom Lot 50 gefQIlt und das Lot 50 liat sich mit der Metalilsle- 
rung 56 des Loches 30 fonnschlQssig verbunden. Dies ergibt bereits eine fonm- 
schlQssige Verbindung zwischen der Leiterplatte 32 und dem Zapfen 28 in einer 
Ebene der Leiterplatte 32. Zusdtzlich ergibt sich durch die Rastnase 52 ein Form- 
schluli in Richtung einer LSngsachse des Loches 30, d.h. in eine Richtung senl<- 

10 recht zur Leiterplatte 32. Insgesamt ist somit der Zapfen 28 in alien drei Richtun- 
gen des Raumes fest mit der Leiterplatte 32 verbunden bzw. venrastet. ZusStzlich 

• l^ann diese Verbindung DrehmomentkrSfte aufnehmen, ohne da& sich der Zapfen 
32 aus dem Loch 30 lost. HierfUr muHte jedoch, wle unmitteibar ersichtllch, kelne 
Elnstecl<kraft oder Verrastkraft aufgewendet werden. Die Verrastung wurde auto- 
IS matisch im LOtvorgang hergestelK. Zusdtzlich Ist ofFensichtllch, dall die Verbin- 
dung zwischen Zapfen 28 und Leiterplatte 32 toleranzfrei ist 
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PatentansDrilche: 

1. Bauteil fOr eine Leiterpiatte (32) mit einem GehSuse (10), an dem wenig- 
stens ein Zapfen (28) zum Eingriff in ein Loch (30) der Leiterpiatte (32) aus- 
gebiidet ist, wobei der Zapfen (28) wenigstens eine Rastnase (52) aufwelst, 
weiche in radialer Riciitung bzgi. des Zapfens (28) Qber dessen Au&enum- 
fang iiinausragt, 

dadurch geken nzeichnet, 

da& die Rastnase (52) am Zapfen (28) derart angeordnet und ausgebildet 
Ist, daft ein Audenumfang des Zapfens (28) im Berelch der Rastnase (52) 
kieiner ist als ein Durclimesser des Loclies (30) in der Leiterpiatte (32). wo- 
bei ein Aulienumfang des in das Locli (30) in der Leiterpiatte (32) iiinein ra- 
gender Absclinitt des Zapfens (28) derart ausgebildet ist, dafi sicii zwisclien 
einem AuBenumfang dieses Absciinlttes und einer Innenwandung des Lo- 
ciies (30) In der Leiterpiatte (32) Qber wenigstens einen Teil des Aullen- 
umfangs ein derartiger Zwischenraum mit Kapillaritat fOr Lot ergibt, daK 
wdlirend eines LOtvorgangs auf einer Oberfiaciie der Leiterpiatte (32) be- 
findliches Lot (50) durch Kapillarwirkung in den Zwischenraum hinein und 
diesen ausfOilend eindringt 

2. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, dad die Rastnase (52) 
am Zapfen (28) derart angeordnet und ausgebildet Ist, daH bei voilstdndig 
auf die Leiterpiatte (32) aufgesetztem Bauteil die Rastnase (52) innerhalb 
des Loches (30) in der Leiterpiatte (32) angeordnet ist. 

3. Bauteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzelchnet, daH der Um- 
fang des Zapfens (28) in Langsrichtung Qber den gesamten im Loch (30) 
der Leiterpiatte (32) befindlichen Abschnitt mit wenigstens einer Ausneh- 
mung (54) ausgebildet ist. 



Bauteil nach wenigstens einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch 
gekennzelchnet, dad das Loch (30) in der Leiterplatte (32) metallisiert ist. 

Bauteil nach wenigstens einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch 
gekennzeichnet, dad der Zapfen aus Kunststoff hergestellt ist. 

Verfahren zum BestQclcen einer Leiterpiatte mit einem Bauteil, welches ge- 
mSd wenigstens einem der vorhergehenden AnsprUche ausgebildet ist, 
gekennzeichnet durch, 

Auftragen von Lotpaste um wenigstens einen Teil des Umfanges des Lo- 
ches auf die Leiterplatte herum, Aufsetzen des Bauteils mit dem Zapfen im 
Loch der Leiterplatte auf diese, Erhitzen des um das Loch herum angeord- 
neten Lotes, so dad das Lot unter Kapillarwirkung in den Zwischenraum mit 
Kapiilarltat eindringt, und AbkOhlen des in das Loch eingedrungenen Lotes, 
so dad dieses aushartet 



Zusammenfassung 
(zu verdffentlichen mit Fig. 5) 



Die Erfindung betrifft ein Bauteii fQr eine Leiterplatte (32) mit einem Gelnause 
(10), an dem wenigstens ein Zapfen (28) zum Eingriff in ein Loch (30) der 
Leiterplatte (32) ausgebildet ist, wobei der Zapfen (28) wenigstens eine 
Rastnase (52) aufweist, welclie in radialer Richtung bzgl. des Zapfens (28) 
Qber dessen Au&enumfang liinausragt. Hierbei ist die Rastnase (52) am 
Zapfen (28) derart angeordnet und ausgebildet. da& ein AuHenumfang des 
Zapfens (28) im Bereich der Rastnase (52) Kleiner Ist als ein Durchmesser des 
Loches (30) In der Leiterplatte (32), wobei ein AuHenumfang des In das Loch 
(30) in der Leiterplatte (32) hinein ragender Abschnitt des Zapfens (28) derart 
ausgebildet Ist, da& sich zwischen einem Au&enumfang dieses Abschnittes 
und einer Innenwandung des Loches (30) In der Leiterplatte (32) Qber 
wenigstens einen Teil des Aulienumfangs ein derartiger Zwischenraum mit 
Kapiiiaritat fQr Lot ergibt, dad wahrend eines Ldtvorgangs auf einer Oberflache 
der Leiterplatte (32) befindliches Lot (50) durch Kapillarwirkung in den 
Zwischenraum hinein und diesen ausfQilend eindringt 
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